
P-01

2024.09.27-4

金属異種材料接合技術
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射出成形条件と接合強度の関係

金型温度、射出速度、保圧を上げることで接合強度が増加します

（固化する前に凹凸へ充填させることがポイントです）

射出成形条件と接合強度の関係
（結晶性樹脂）

注意 これらの数値は代表値であって、品質保証値ではありません。

金属：A5052（アルミニウム合金）
樹脂：PA6-GF30（ナイロン6+ガラス繊維30%）

射出速度：100mm/s
金型温度：100℃
保圧：60MPa
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シリンダー温度：270℃
金型温度：100℃
保圧：60MPa
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シリンダー温度：270℃
射出速度：100mm/s
保圧：60MPa
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シリンダー温度：270℃
射出速度：100mm/s
金型温度：100℃

DLAMP はダイセルミライズ株式会社の登録商標です。
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射出成形方法

射出成形条件と接合強度の関係
（結晶性樹脂）

① DLAMP®金属を金型にセットする
② 型締め後、溶融樹脂を射出する
③ 冷却後、樹脂が固化し、金属と樹脂が接合する

溶融樹脂

金型温度:
50, 80, 100, 130 ℃

シリンダー温度:240, 270, 280, 290 ℃

型閉じ→型締め

DLAMP®部

金属

冷却→型開き

インサート

①

②

③

射出速度：15, 30, 60, 100 mm/s
保圧：30, 60, 100, 150 MPa

[単位：mm]
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DLAMP®：2×10mm

樹脂

50 引張試験

試験環境：23℃, 50%RH

試験速度：10mm/min

つかみ具間距離：50mm

DLAMP はダイセルミライズ株式会社の登録商標です。
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